
PROCESSO DE SPUTTERING 
DEPOSIÇÃO COM POLARIZAÇÃO DO SUBSTRATO 

O re-sputteríng do substrato durante a deposíção é um dos efeitos mais irredutíveis na deposição por 
sputtering. 



RTR 
PROCESSO DE SPUTTERI 

DEPOSIÇÃO COM POLARIZAÇÃO DO SUBSTRATO 

Desenho esquemático de um sistema de sputtering com polarização do substrato: 
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Pig. t5. Sdiemaüc of an rf sputt.cring apparntus. Thi.:: ,.:omponent;,; are li:stcd as fo!fows: \ 1 
cathode ta.rg:cL i2) an<.><'k subsrrarc hnldcr. 13> cathock 0nd anode magnets (\vater coole<l) .. 
(4) shutrcr ($Eí!. ;5) cathode shic!d (SSL <.6'1 c.athodc ··valer cooling. (7) cathode isniatfon Jnsu· 
!at-oL 1,_8) s11bsl.r<He thermocouplc, i9) substrates, (l\I} ;mode isQiation insulator. O l) sub­
strate çoolin.g, i l?J \,Ubstrntc he<1ting. i 13) liquíd nitn,ge.n cooled SS shr<":n.1i:L ( 14) Ti sub!im:;i.­
ti.on füaments. i l.5) srnmer g}1S, í l6) SS vacuum chambcr. and (17) rt' puwer '..Uppiy 
network ::i.nJ '.-:,Ubstr:-<tc bia'i supp1y. 
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PROCESSO DE SPUTTERING 
DEPOSIÇÃO COM POLARIZAÇÃO DO SUBSTRATO {CONTINUAÇÃO) 

O potencial do plasma tem um efeito pronunciado na pureza do filme, na sua composição e na sua estrutura. 
Exemplo da influência da polarização na resistividade: 
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ttrntalu:rn filmll vs. for sever:c! !.evels of oxyg:en eontaminat.ion 



CESSO DE S ING 
POSI LARIZAÇÃO DO SUBSTRATO (CONTINUA 

Exem o do efeito da polarização na estrutura cristalina de u filme 
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